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Elektronisches Bauteil, insbesondere fiir eine Chip-induktivitit.

@ Elektronisches Bauteil flir eine Chip-Induktivitat, insbe-
sondere Luftspule, HF-Drossel und Ubertrager, mit einem
massiven Kernteil (1) aus ferromagnetischem oder elektrisch
nichtisitenden Werkstoff, mit einem ein- oder mehrlagig be-
wickelbaren und gegeniiber parallelen Stimenden (2, 2) des
Kemteils (1) abgesstzten Wickelraum und mit im Bereich
dieser Stimenden angeordneten schwalbenschwanzfdrmigen
Aussparungen (3, 3) zur Aufnahme platichenformiger elektris-
cher Kontaktelemente (5, 5), die in diese Aussparungen
eingekiebt, eingeklemmt oder unter der Wirkung federnder
Eigenschaften der Kontaktelemente in_diesen Aussparungen
gehatten sind.
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Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil, insbe-
sondere fir eine Chip-induktivitat, insbesondere Luftspule
und HF-Drossel, mit einem massiven Kernteil mit senkrech-
ter prismatischer Raumform, insbesondere Quader, Wiirfel
oder Zylinder, bestehend aus ferromagnetischen oder elek-
trisch nichtleitendem Werkstoff, insbesondere Ferrit, Kera-
mik oder Kunststoff, mit einem ein- oder mehriagig bewic-
kelbaren und gegeniber paralielen Stirmenden des Kemteils
abgesetzten Wickeiraum und mit im Bereich dieser Stirnen-
den angeordneten Aussparungen zur Aufnahme elekirischer
Kontaktelemente.

Chip-Induktivitaten sind im Vergleich zu Ublichen be-
drahteten Induktivititen kleiner, mit. geringerem Aufwand
herstelibar und far den Einsatz far den

Bestukkungsautomaten fir Leiterplatten geeigneter. Die be- °

kannten Chip-Induktivitéten sind teils in Schichttechnik her-
gestelit und teils als rechteckige oder zylinderférmige, draht-
bewickelte magnetische Keme, insbesondere Ferritkerne
gestaltet.

Zur Fertigung der Chip-Induktivitat in Schichttechnik
wird ein Trager mit einer Schicht aus magnetischem Werk-
stoff beschichtet und auf diese Schicht eine zu einer Spule
geformte  Leiterbzhn  aufgebracht, wobei je nach
gewunschier Induktivitat die so gefertigte Teilinduktivitat mit
weiteren Teilinduktivitaten zu einem Stapel zusammengefafit
wird. Zur Durchkontaktierung der Enden der einzeinen Spu-
len bzw. Teilinduktivititen sind zahireiche hier nicht naher
erlauterte Verfahren bekannt.

Diese Chip-Induktivititen zeichnen sich durch ihre
raumsparende Bauweise aus, sind unmittelbar auf gedruckte
Leiterplatten aufidtbar und erfordemn keine zusatzlichen
Drahte als AnschiuBelemente. Nachteilig ist allerdings ihre
durch die Schichttechnik bedingte, aufwendige Herstellung.
In der Fertigung unvermeidbare  Schichtdicken-
Schwankungen der magnetischen Schicht verursachen un-
erwilinschte Schwankungen der L- und Q-Werte der Indukti-
vitaten. Als Werkstoff fir die Spulen-Leiterbahnen muf8 bei-
spielsweise Silber oder eine Silber-Palladium-Legierung ver-
wendet und ein hoher Ohm'scher Widerstand der Leiterbah-
nen in Kauf genommen werden. Da die Leiterbahnen in die
magnetische Schicht eingebettet sind, tritt, verursacht durch
den geschiossenen Magnetkreis bereits bei geringen Wer-
ten eine magnetische Sattigung ein; die Gleichstrom-
Vormagnetisierungseigenschaften der Chip-Iinduktivitat sind
foiglich verschlechtert. Auch ist die Anzahl der Spulenwin-
dungen nicht beliebig hoch wahlbar und damit keine beliebig
hohe Induktivitat einstelibar.

Eine gleichfalls bekannte Chip-Induktivitat besitzt einen
rechteckformigen Femitkern mit rechteck- oder zyiin-
derférmigem Mitteiteil als Wickeltrager und einstlickig an
diesen Trager angeformte Flansche, die gleichfalls rech-
teckformigen Querschnitt haben. Die Kontaktierung der Wic-
kelenden erfoigt mittels stimseitig an den Fianschen an-
geordneter, elektrisch leitender Schichten, auf welche die
Wickelenden aufgeltet sind. Der fertige Wickel ist hier in
Kunstharz eingebettet, das zusammen mit den Flanschen
einen Quader bildet.

Zur . Behebung der diesem bekannten Chip-
Induktivititenteil fertigungstechnisch teils elektrisch teils me-
chanisch an haitenden Nachigile wurde dariiberhinaus eine
mit einem Ferrit-Rollenkern ausgeriistete Chip-induktivitat
vorgeschlagen. Der bewickeite Rollenkern ist dabei in einen
quaderformigen VerguB eingebettet, gegen dessen eine
Stimflachen die Enden streifenformiger AnschiuBelemente
anliegen, die mit ihren anderen Enden mit elekirisch leiten-
den IGtfahigen Schichten der Stirnflichen der Rollenkem-
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flansche kontaktiert sind (sieche DE-OS 3225782 A1). Als
nachteilig erweist sich bei dieser Ausfiihrung, daB die An-
schiuBelemente in zwei Bearbeitungsschritten am Spulen-
kern befestigt werden muissen. Zuerst wird namiich eine
Metaliplatte auf den Spulenkdrper aufgekiebt und erst an-
schlieBend der eigentliche AnschluBstreifen angeidtet.

Durch die US - A - 3,585,553 ist schiieBlich eine
Chip-induktivitdt mit einem massiven Ferritkerntel mit Qua-
derform bekannt, die einen einlagig bewickelten, gegen die
paralielen Stimenden des Kemteils abgesetzten Wickelraum
und im Bereich dieser Stimenden angeordnete Aussparun-
gen zur Herausfiihrung der Wickelenden aufweist Die Aus-
sparungen sind dabei in Langsrichtung der Chip-induktivitat
gefithrt und die beiderseits hierzu angeordneten Fiachen der
Stirnenden mit elekirisch leitenden Schichten bedeckt, Uber
welche die Kontaktierung der Wickelenden erfoigt. Diese
Chip-Induktivitat ist zwar in ihrem Aufbau verhéatnismassig
einfach; die elekirisch leitenden Kontaktschichten missen
jedoch in komplizierter Weise gefertigt werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein elektronisches Bauteil der eingangs genannten Art zu
schaffen, das mit nur geringem Aufwand herstellbar ist, zur
Fertigung fur Chip-Induktivitaten gesignet ist und den Anfor-
derung bestimmter elektonischer Gerate auch hinsichtlich
hoher Resonanzirequenzen insoweit entgegenkommt, als es
2.B. einiagig und trotz geringer Abmessungen mit hohen
Windungszahien bewickelbar ist. Die AnschiuBelemente die-
ses elekironischen Bauteils solien zusétzlich so beschaffen
sein, daf sie sowohl den hohen mechanischen Anforderun-
gen z. B. bei der Montage und auch den bei eventuell
auftretender Durchbiegung der Leiterplatten verursachten
mechanischen Belastungen genlgen.

Zur Ldsung dieser Aufgabe sieht die Erfindung bei
einem elektronischen Bauteil geméaB Oberbegriff des Pate-
ntanspruches vor, daB die Stimflachen paralieler Stimenden
des Kemteiles dieses elekironischen Bauteils zueinander
parallele, Uber die gesamte Schmal= oder Breitseite dieser
Stimfiachen gefithrie randoffene Aussparungen aufweisen,
die zur Aufnahme von plattchenfSrmigen Kontaktelementen
geeignet sind.

Als randoffene Aussparungen sind z. B. Nuten und
Schiitze insbesondere schwalbenschwanzidrmigen Quer-
schnitts geeignet.

Die Kontakielemente, die in die Aussparungen einge-
kiebt, eingeklemmt oder federnd in diesen gehalten sind,
ragen mit ihren einen Enden jeweils iber die Stimenden
hinaus und sind in diesen zum Anwickeln der Wickelenden
bestimmten Teilen 2.B. u-formig gebogen oder als Stecker-
stifte gestaltet.

Zur Halterung der Kontaktelemente mit Klemmsitz in
den Aussparungen empfiehlt es sich, die Aussparungen und
die Kontakielemente mit ihren in die Aussparungen eins-
chiebbaren Teilen konisch zu gestaiten.

Fertigungstechnisch wird die Herstellung dieser elekiro-
nischen Bauteile und ihrer Chip-induktivitaten erheblich ver-
einfacht, wenn - wie an sich bekannt ist - die Kontakiele-
mente zunéchst als abtrennbare Teile eine Systemtragers
ausgebildet,auf diese Kontaktelemente die bewickeiten Ker-
nteile aufgesteckt, ihre Wickelenden an die Kontaktelemente
angewickelt und - falls erforderiich - die so gefertigte Chip-
Induktivitat mit Isolierstoff umh(lit wird, der bei bestimmten
Schirmungsanforderungen mit Karbonyleisen oder Ferrit
versetzt sein kann. Die Auftrennung der mit diesen Chip-
Induktivititen bestickten Systemtrager kann vor oder ggf.
erst nach der Umhallung mit isolierstoff erfolgen.
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Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausfihrungbeispielen naher eridutert.

Es zeigt:

Fig. 1 eine Chip-Induktivitat nach der Erfindung in teils
geschnittener und perspektivischer Ansicht.

Fig. 2 in der Darstellung nach Fig. 1 ein zweites
Ausfihrungsbeispiel einer Chip-induktivitdt nach der Erfin-
dung, die mit Isolierstoff umhalit ist.

Gleiche Teile sind dabei mit gleichen Bezugszeichen
bezeichnet.

Mit 1 ist in Fig. 1 ein massives Kemteil in Quaderform,
bezeichnet, das z. B. bei einer Fertigung einer HF-Drossel
aus magnetischem Werkstoff, insbesondere Ferit, oder,
falls 2. B. eine Luftspuie gefertigt werden soll, aus elekiris-
chem nichtleitenden Werkstoff, insbesondere Keramik oder
Kunststoff besteht. Das Kemnteil 1 ist mit einem gegeniiber
seinen einen paralielen Stimenden 2 abgesetzten Wickel-
raum ausgebildet, der im gezeigten Ausfithrungsbeispiel
eine einlagige Wicklung 4 tragt Die Stirnflachen der Stir-
nenden 2, 2 weisen zueinder parallele, Uber die gesamte
Schmal= bzw. Breitseite der Stirnflichen geflhrie randof-
fene Aussparungen 3, 3 auf, die einen schwalben-
schwanzfdrmigen Querschnitt besitzen.

In diese Aussparungen sind platichenférmige Kontakte-
lemente 5 eingeschoben, die 2u ihrer erleichterten
Einfihrung an ihren einen Eckkanten 7 abgeschragt sind.
Die Kontakielemente 5 weisen dabei jeweils einen Uber die
Stmenden 2, 2 ragenden u-fdrmig gebogenen und zum
Anwickeln der Wickelenden 6 bestimmten Teil 8 auf.

Die Kontaktelemente 5 konnen in die Aussparungen 3
eingeklebt oder durch enisprechende Gestaltung ihrer in
den Aussparung gefthrten Teile federnd in den Aussparun-
gen gehalten sein.

Im Ausfihrungsbeispiel nach Fig. 2 ist die Chip-
Induktivitst mit einer Isolierstoff-Umhdllung 11 umgeben, die
zur Schirmung mit Karbonyleisen oder Ferrit versetzt sein
kann. Die Kontaktierung der Wickelenden 7 mit den Kontak-
telementen 5, die z. B. mittels Schweilen oder Loten
durchfihrbar ist, erfoigt hier unmittelbar in dem in den
Aussparungen 3 gefuhrten Teil der Kontaktelemente 5. Die
aus der Isolierstoff-Umhillung 11 herausgefihrten Teile 12
der Kontaktelemente 5 konnen z. B. als Steckerstifte fir
gebohrte Leiterplatien ausgebildet sein.

Ansgpriiche

1. Elektronisches Bauteil, insbesondere fur eine Chip
-induktivitat, insbesondere Luftspule, HF - Drossel, und
Ubertrager mit einem massiven Kemteil mit senkrechter
prismatischer Raumform, insbesondere Quader, Wiirfel oder
Zylinder, bestehend aus ferromagnetischem oder elektrisch
nichtieitendem Werkstoff, insbesondere Ferrit, Keramik oder
Kunststoff, mit einem ein- oder mehriagig bewickelbaren
und gegeniiber paraliclen Stimenden des Kemnteils abge-
setzten Wickelraum und mit im Bereich dieser Stimenden
angeordneten Aussparungen zur Aufnahme elektrischer Ko-
ntakielemente, dadurch gekennzeichnet, daB die
Stimflachen dieser Stimenden (2, 2) zueinander paralleie,
iber die gesamte Schmal = oder Breitseite der Stimflachen
gefiihrte, randoffene Aussparungen (3, 3) aufweisen, die zur
Aufnahme von plétichenférmigen Kontaktelementen (5)
geeignet sind.

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dafl die Kontaktelemente (5) jeweils ein-
en Gber die Stimenden (2, 2) ragenden, z.B. u-formig
gebogenen, zum Anwickeln der Wickelenden bestimmien
Teil (8) aufweisen.

10

15

20

25

30

35

45

55

60

65

3. Elektronischen Bauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, da als Aussparungen (3, 3)
Nuten,Schiitze und dergleichen vorgesehen sind.

4. Eiektronischen Bauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Aussparungen (3, 3) schwalben-
schwanzfrmigen Querschnitt aufweisen.

5. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 und einem
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net,dall die Kontaktelemente (5) in die Aussparungen (3, 3)
singeklebt sind.

6. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1-4, dadurch
gekennzeichnet, daf die Kontakielemente in ihrem in die
Aussparungen (3, 3) eingeschobenen Teil federnd gestaltet
sind, derart, daB die Kontaktelemente klebstofffrei in den
Aussparungen mit schwalbenschwanzfdrmigen Querschnitt
gehaiten sind. .

7. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 und einem
der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net,da8 die Aussparungen (3, 3) und die Kontaktelemente
mit ihren in die Aussparungen einschiebbaren Teilen
konisch gestaltet sind, derart , daB3 die Kontaktelemente mit
Klemmsitz in den Aussparungen gehalten sind.

8. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 und einem
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net,daB die Kontaktelemente (5) abirennbare Teile eines
Systemtragers sind.

9. Elekironisches Bauteil nach Anspruch 1 und wenig-
stons einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, da das ein- oder mehriagig gewickelte
und mit den Kontaktelementen (5) kontaktierte elekirische
Bauteil mit Isofierstoff (11) umhUlit ist, derart, daB die Gber
die Aussparungen (3, 3) ragenden Enden (8, 12) der Ko-
ntakielemente mindestens teilweise frei sind.

10. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 und 9,
dadurch gekennzeichnet, daB die Isolierstoff - Umhiliung
(11) zur Schirmung mit- Karbonyieisen oder Ferrit versetzt
ist.

11. Elektonisches Bauteil nach Anspruch 1 und wenig-
stens einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, daB3 die (ber die Aussparungen (3, 3)
und ggf. isolierstoff - Umhillung (11) ragenden Enden (8,
12) der Kontakielemente (5) als Steckerstifte fiir gebohrte
Leiterplatten ausgebildet sind.
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